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1. 概述 

HTC0029 是一款点阵型 LED 驱动控制器，可以以恒流方式驱动共阴极 LED 点阵。电路提供 9 个

GRID端口和 16个 SEG端口，可根据需要驱动多种尺寸的 LED面板。电路可对单点进行 256级 PWM亮

度调节。电路内置 IIC 通信接口、恒流控制模块、显示数据 RAM、振荡器等模块。可以直接与主控设备

相连，以最小外围实现显示控制。 

HTC0029 在提供更多显示功能的情况下，其指令集可兼容 HTC1628、HTC1640 等传统恒压型 LED

产品，方便软件工程师进行程序快速移植，缩短方案开发周期。 

2. 产品特点  

 驱动点阵大小：最大9GRID×16SEG，共阴极LED点阵，GRID数可选； 

 整体亮度调节：可通过软件控制，选择使用内部参考源设置恒流大小（默认模式）可通过软件控

制，选择使用外部电阻设置恒流大小软件可调节全局恒流大小，全局64阶的恒流控制； 

 单点亮度调节：每点支持256级PWM形式的亮度调节； 

 内置显示数据存储器（DDRAM）； 

 通信接口：IIC接口； 

 内置时钟模块； 

 内置上电复位模块； 

 内置睡眠模式实现低功耗待机； 

 内置消隐功能； 

 工作电压：2.7V～5.5V； 

 多样的封装形式： 

SOP32，ESOP32，LQFP32，QFN32（5*5），QFN32（4*4） 

3. 订购信息 

 编带 

产品型号 印章 封装形式 包装 Pcs/卷 Pcs/ 盒 

HTC0029S-R HTC0029 SOP32 编带 1250 1250 

HTC0029W-R HTC0029 ESOP32 编带 1250 1250 

HTC0029U-R HTC0029 QFN32-5X5 编带 5000 10000 

HTC0029P-R HTC0029 QFN32-4X4 编带 5000 10000 

 管装 

产品型号 印章 封装形式 包装 Pcs/管、盘 Pcs/ 盒 

HTC0029S-T HTC0029 SOP32 管装 21 1680 

HTC0029W-T HTC0029 ESOP32 管装 21 1680 

HTC0029L-T HTC0029 LQFP32 Tray 250 2500 

HTC0029U-T HTC0029 QFN32-5X5 Tray 490 4900 
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4. 引脚排列图及引脚说明 

4.1 引脚排列图 

      
SOP32/ESOP32                                                        LQFP32 

 

     
QFN32（5*5,4*4） 

4.2 引脚说明 

引脚 符号 引脚名称 说 明 

1 VDD P 电源 

2 GND P 地 

3 CS1 I 通信接口从机地址配置端口1 

4 CS0 I 通信接口从机地址配置端口0 

5 SCL I IIC接口时钟输入端 

6 SDA IO IIC接口数据端 

7 REXT O 恒流外部设置模式，连接外部电阻端口 

8 GRID1～9 O LED驱动公共端，阴极驱动 

9 SEG1～16 O LED驱动恒流端，阳极驱动 
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5. 电特性 

5.1 极限参数（除非另有规定，Tamb=25℃,Ta=25℃） 

 

参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位 

电源电压 VDD — -0.3～+6.0 V 

输入电压 VIN — -0.3～VDD+0.3 V 

工作环境温度 Tamb — -40～+85 ℃ 

贮存温度 Tstg — -65～+150 ℃ 

焊接温度 TL 10 秒 
LQFP32/QFN32 260 ℃ 

SOP32/ESOP32 250 ℃ 

 

5.2 直流特性（除非另有规定，Tamb=25℃，VDD=5V） 

 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 最小 典型 最大 单 位 

工作电压 VDD — 2.7 — 5.5 V 

高电平输入电压 VIH VDD=5V，SCL、SDA 3.0 — VDD V 

低电平输入电压 VIL VDD=5V，SCL、SDA 0 — 1.5 V 

高电平输出电流 IOH 

VDD=5V，SEG 

软件I[5:0]=111111 

SEG端口电压4V 

— -30 — mA 

低电平输出电流 IOL 
VDD=5V，GRID 

GRID端口电压0.4V 
500 — — mA 

工作电流 IDD 
VDD=5V 

关显示，无负载 
— — 5 mA 

睡眠电流 ISLEEP 
VDD=5V 

关显示，睡眠模式 
— — 200 uA 

 

VDD 在 2.7V～4.0V 范围内可以保证逻辑部分正常工作，但输出恒流会受到电源电压过低影响，无

法按理论状态输出，在不同的外围 LED条件下 VDD的最低供电需求如下： 

使用红色 LED时的最低工作电压为 4.0V 

使用黄色 LED时的最低工作电压为 4.0V 

使用绿色 LED时的最低工作电压为 5.0V 

使用蓝色 LED时的最低工作电压为 5.0V 

使用白色 LED时的最低工作电压为 4.5V 

使用 HTC0029控制 RGB模式彩灯时，最低工作电压为 5.0V。 
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5.3 交流参数（除非另有规定，Tamb=25℃，VDD=5V） 

 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 最小 典型 最大 单位 

串行通信频率 fSCL — — — 1 MHz 

总线空闲时间 tBUF — — 0.5 — us 

Start 标志保持时间 tHD,STA — — 0.26 — us 

重启状态的建立时间 tSU,STA — — 0.26 — us 

Stop 标志建立时间 tSU,STO — — 0.26 — us 

数据保持时间 tHD,DAT — — 0 — us 

数据建立时间 tSU,DAT — — 50 — ns 

SCL 低电平时间 tLOW — — 0.5 — us 

SCL 高电平时间 tHIGH — — 0.26 — us 

SDA、SCL 上升时间 tR — — — 300 ns 

SDA、SCL 下降时间 tF — — — 300 ns 

6. 功能框图 

 

HTC0029 是一款点阵型 LED 驱动控制器，可以以恒流方式驱动共阴极 LED 点阵，提供 9 个 GRID

端口和 16个 SEG端口。 
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7. 功能介绍 

7.1 串行接口； 

HTC0029 提供 IIC 通信接口，其特点如下： 

● SCL、SDA 两线通信（SDA 为 NMOS 开漏输出，内置 5KΩ 上拉电阻）； 

● 需 start 和stop 标志，可识别 restart 操作； 

● 需匹配从机地址； 

● 需握手信号ACK位； 

● 9 个时钟一个周期，高位在前。 

7.1.1 Start 和 Stop 标志； 

HTC0029 在时钟信号高电平时检测 start 和 stop 标志。 

start 和 stop 标志波形 

因此数据只能在时钟低电平时变化，否则会有错误的 start（restart）和 stop 标志出现。 

7.1.2 从机地址； 

HTC0029 的从机地址： 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

0 1 1 1 1 CS1 CS0 W/R 

从机地址的 B2 和 B1 位由 CS1、CS0 端口的状态决定，因此可以设置 4 种从机地址，同时一组总线

上可以连接 4 颗 HTC0029 并分别控制。 

最低位 B0 为读写指示位，当 W/R=0 时，后续执行写操作；请勿进行读操作。 

7.1.3 通信格式 

写数据过程： 

通信过程： 

1、主机发送 START（或 reSTART）信号； 

2、主机发送从机地址（注意与 CS1、CS0 端口状态匹配）和 W/R 控制位（写数据时为 0），从

机反馈 ACK； 
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3、主机发送指令，从机反馈 ACK； 

4、主机发送 RAM 数据，从机反馈 ACK； 

5、结束时主机发送 STOP。 

START（或 reSTART）信号后的第一个字节被识别为从机地址和 W/R 控制位。当所输入从机地

址与电路匹配时，电路反馈 ACK 并可以继续后续通信；当从机地址不匹配时，电路反馈 NAK，并忽

略后续所有数据。 

通信的第二个字节被识别为指令，HTC0029 无法实现指令的连续写入，若需要配置第二条指令，

必须 stop 终止本次通信后 start 重新开始，或直接使用 reSTART 重新开始。但必须注意的是，需要完

成第 9 个时钟输入（即完成 ACK）过程后，方可结束当前通信周期，否则前 8 个时钟输入的指令无

效。 

当 W/R=0 时，通信的第三个字节开始至 STOP，所有写入的数据均被识别为显示数据，并写入内

置 RAM。此处的 RAM 数据根据指令中 ADS 位的状态决定写入 RAM 的地址。 

当 ADS=0 时，此处数据必定从 0x00 地址开始写入，每输入一个字节，RAM 地址自动加 1。 当 

ADS=1 时，RAM 的地址起始值由指令中 ADDR 位控制，每输入一个字节，RAM 地址自动加 1。 

在一组 start/stop 之间，输入 RAM 数据的有效字节数受到指令位 G_N 的控制，当连续写入字节数

超出 G_N 位所决定的最大字节数时，多余的数据会被忽略。 

 

G_N 设置值 扫描行数 
ADS=0 时 

RAM 地址范围 

ADS=1 时 

RAM 地址范围 

0 1 行，GRID1 有效 0x00～0x0F ADDR～0x0F 

1 2 行，GRID1～2 有效 0x00～0x1F ADDR～0x1F 

2 3 行，GRID1～3 有效 0x00～0x2F ADDR～0x2F 

3 4 行，GRID1～4 有效 0x00～0x3F ADDR～0x3F 

4 5 行，GRID1～5 有效 0x00～0x4F ADDR～0x4F 

5 6 行，GRID1～6 有效 0x00～0x5F ADDR～0x5F 

6 7 行，GRID1～7 有效 0x00～0x6F ADDR～0x6F 

7 8 行，GRID1～8 有效 0x00～0x7F ADDR～0x7F 

8～15 9 行，GRID1～9 有效 0x00～0x8F ADDR～0x8F 

当写数据超过 RAM 地址范围时，电路反馈 NAK。 
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7.2 指令系统 

指令 指令数据 备注 

1 0 0 I5 I4 I3 I2 I1 I0 恒流设置 

2 0 1 0 0 G_N3 G_N2 G_N1 G_N0 GRID 扫描行数 

4 0 1 0 1 DT1 DT0 TP2 TP1 
DT ：GRID 死区时间 

TP：温度保护功能选择 

5 0 1 1 0 SVGD ADS RES SLEEP 

SVGD：输出阻抗调节 

ADS：RAM 部分改写 

RES：REXT 使能 

SLEEP：睡眠模式 

6 1 0 0 0 FR1 FR0 DON GS 

FR：帧频 

DON：开关显示  

GS：开关 SEG 消影 

8 1 0 0 1 0 0 GRE LVRE 
GRE：全局复位 

LVRE：使能 LVR 

10 1 1 0 -- AD7 AD6 AD5 AD4 RAM 地址高位 

11 1 1 1 -- AD3 AD2 AD1 AD0 RAM 地址低位 

 
指令 指令数据 备注 

1 0 0 I5 I4 I3 I2 I1 I0 恒流设置 

I[5:0] 

复位值：I[5:0]=00000 

使用内置电阻时，SEG 输出电流=0.375mA×（17+I[5:0]） 

000000：电流最小为 6.375mA 

111111：电流最大为 30mA 

使用外部电阻时，SEG输出电流=1.12×(17+I[5:0])÷REXT  

000000：电流最小 

111111：电流最大，建议不要超过 45mA（即 REXT 推荐最小值为 2KΩ） 

 

指令 指令数据 备注 

2 0 1 0 0 G_N3 G_N2 G_N1 G_N0 GRID 扫描行数 

G_N[3:0] 

复位值：G_N[3:0]=0111 

G_N[3:0]=0，扫描 1 行，仅 GRID1 有效  

G_N[3:0]=1，扫描 2 行，仅 GRID1~2 有效  

G_N[3:0]=2，扫描 3 行，仅 GRID1~3 有效  

G_N[3:0]=3，扫描 4 行，仅 GRID1~4 有效  

G_N[3:0]=4，扫描 5 行，仅 GRID1~5 有效  

G_N[3:0]=5，扫描 6 行，仅 GRID1~6 有效  

G_N[3:0]=6，扫描 7 行，仅 GRID1~7 有效  

G_N[3:0]=7，扫描 8 行，仅 GRID1~8 有效  

G_N[3:0]=8～15，扫描 9 行，GRID1~9 有效 
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指令 指令数据 备注 

4 0 1 0 1 DT1 DT0 TP2 TP1 
DT ：GRID 死区时间 

TP：温度保护功能选择 

DT[1:0] 

复位值：DT[1:0]=00 

DT[1:0]=00，GRID死区时间为 4 个系统时钟（约 0.5us）  

DT[1:0]=01，GRID 死区时间为 8 个系统时钟  

DT[1:0]=10，GRID 死区时间为 16 个系统时钟 

DT[1:0]=11，GRID 死区时间为 24 个系统时钟 

TP2 

复位值：TP2=0 

TP2=0，IC 温度高于 150℃时，关闭 SEG  

TP2=1，不使用该温度保护功能 

TP1 

复位值：TP1=0 

TP1=0，IC 温度高于 125℃时，SEG 输出电流降低到设置的 2/3  

TP1=1，不使用该温度保护功能 

 
 

指令 指令数据 备注 

5 0 1 1 0 SVGD ADS RES SLEEP 

SVGD：输出阻抗调节 

ADS：RAM 地址自加 

RES：REXT 使能 

SLEEP：睡眠模式 

SVGD 

复位值：SVGD=0 

SVGD=0：SEG 输出电流<10mA 时建议设置为 0  

SVGD=1：SEG 输出电流≥10mA 时建议设置为 1 

ADS 

复位值：ADS=0 

ADS=0，RAM 读写时地址从 0x00 开始自加 

ADS=1，RAM 读写时地址从 AD[7:0]开始自加 

RES 

复位值：RES=0 

RES=0，使用内部电阻设置恒流 

RES=1，使用 REXT 端口外部电阻设置恒流 

SLEEP 

复位值：SLEEP=0 

SLEEP=0，正常工作 

SLEEP=1，关闭模拟模块，和关显示指令共同使用进入睡眠状态 

睡眠状态： 

GRID：当前 GRID 保持输出，其他 GRID 关闭 

SEG：全部关闭，高阻态 

时钟：关闭 

REXT：使用外部电阻时，SLEEP 时关闭，高阻态 

基准：工作（<100uA） 

电流放大：关闭 
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指令 指令数据 备注 

6 1 0 0 0 FR1 FR0 DON GS 

FR：帧频 

DON：开关显示  

GS：开关 SEG 消影 

FR[1:0] 

复位值：FR[1:0]=00 

FR[1:0]=00，设置 9 行扫描时，帧频约 400Hz  

FR[1:0]=01，设置 9 行扫描时，帧频约 800Hz  

FR[1:0]=10，设置 9 行扫描时，帧频约 1600Hz  

FR[1:0]=11，设置 9 行扫描时，帧频约 3200Hz 

DON 

复位值：DON=0 

DON=0，关显示  

DON=1，开显示 

GS 

复位值：GS=0 

GS=0，关闭 SEG 消隐功能 

GS=1，开启 SEG 消隐功能 

 

指令 指令数据 备注 

8 1 0 0 1 0 0 GRE LVRE 

SVGD：SEG 输出阻抗 

GRE：全局复位 

LVRE：使能 LVR 

GRE 

复位值：GRE=0 

GRE=1 执行软件复位，stop 信号后该位自动清零 

软件复位： 

所有指令寄存器恢复复位值 

RAM中数据不变 

LVRE 

复位值：LVRE=0 

LVRE=0，关闭掉电复位功能 

LVRE=1，开启掉电复位功能，LVR 电压约 2V 

 

指令 指令数据 备注 

10 1 1 0 0 AD7 AD6 AD5 AD4 RAM 地址高位 

11 1 1 1 0 AD3 AD2 AD1 AD0 RAM 地址低位 

AD[8:0] 

复位值：AD[7:0]=0000 0000 

当 ADS=1 时，该位控制 RAM 起始地址 

当 ADS=0 时，可以通信设置该位，但无任何作用 
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7.3 RAM 

RAM 共有 144 个地址，每个地址 8bit 数据。每个地址的数据用于控制一个 LED 的 SEG 端输出

有效时间。 

RAM 地址与 LED 点阵对应关系： 

AD[7:4] 

AD[3:0] 
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 

0000 G1S1 G2S1 G3S1 G4S1 G5S1 G6S1 G7S1 G8S1 G9S1 

0001 G1S2 G2S2 G3S2 G4S2 G5S2 G6S2 G7S2 G8S2 G9S2 

0010 G1S3 G2S3 G3S3 G4S3 G5S3 G6S3 G7S3 G8S3 G9S3 

0011 G1S4 G2S4 G3S4 G4S4 G5S4 G6S4 G7S4 G8S4 G9S4 

0100 G1S5 G2S5 G3S5 G4S5 G5S5 G6S5 G7S5 G8S5 G9S5 

0101 G1S6 G2S6 G3S6 G4S6 G5S6 G6S6 G7S6 G8S6 G9S6 

0110 G1S7 G2S7 G3S7 G4S7 G5S7 G6S7 G7S7 G8S7 G9S7 

0111 G1S8 G2S8 G3S8 G4S8 G5S8 G6S8 G7S8 G8S8 G9S8 

1000 G1S9 G2S9 G3S9 G4S9 G5S9 G6S9 G7S9 G8S9 G9S9 

1001 G1S10 G2S10 G3S10 G4S10 G5S10 G6S10 G7S10 G8S10 G9S10 

1010 G1S11 G2S11 G3S11 G4S11 G5S11 G6S11 G7S11 G8S11 G9S11 

1011 G1S12 G2S12 G3S12 G4S12 G5S12 G6S12 G7S12 G8S12 G9S12 

1100 G1S13 G2S13 G3S13 G4S13 G5S13 G6S13 G7S13 G8S13 G9S13 

1101 G1S14 G2S14 G3S14 G4S14 G5S14 G6S14 G7S14 G8S14 G9S14 

1110 G1S15 G2S15 G3S15 G4S15 G5S15 G6S15 G7S15 G8S15 G9S15 

1111 G1S16 G2S16 G3S16 G4S16 G5S16 G6S16 G7S16 G8S16 G9S16 

注：GnSn 代表阴极连接 GRIDn，阳极连接 SEGn 的 LED 

 

RAM 中数据与 LED 点亮时间占空比对应关系： 

RAM 中数据 对应 LED 点亮时间 

0x00 不亮（SEG 关闭） 

0x01  

 

…… 

0xFE 

0xFF 最亮（SEG 开启时间最长） 

RAM 地址自加的范围会随 G_N 设置的不同而发生变化： 

G_N 设置值 扫描行数 
AD=0 时 

RAM 地址范围 

AD=1 时 

RAM 地址范围 

0 1 行，GRID1 有效 0x00～0x0F ADDR～0x0F 

1 2 行，GRID1～2 有效 0x00～0x1F ADDR～0x1F 

2 3 行，GRID1～3 有效 0x00～0x2F ADDR～0x2F 

3 4 行，GRID1～4 有效 0x00～0x3F ADDR～0x3F 

4 5 行，GRID1～5 有效 0x00～0x4F ADDR～0x4F 

5 6 行，GRID1～6 有效 0x00～0x5F ADDR～0x5F 

6 7 行，GRID1～7 有效 0x00～0x6F ADDR～0x6F 

7 8 行，GRID1～8 有效 0x00～0x7F ADDR～0x7F 

8～15 9 行，GRID1～9 有效 0x00～0x8F ADDR～0x8F 
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8. 典型应用线路图 
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9. 封装尺寸与外形图 

9.1SOP32 

 
9.2ESOP32 
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9.3LQFP32 

 

 

 

 

9.4QFN32（5*5） 
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9.5 QFN32（4*4）； 
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10. 修改履历 
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